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	终端0001
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	20220606
	IL0005Fineline代码V30R 终端代码0001 协议要求郑晓玲2022-05-31顾客质量要求评审表

	八其他
	6
	20220506
	IL0002等Fineline 关于出货报告要求武晓飞2022-04-22顾客质量要求评审表

	七测试条
	3.测试条设计要求确认
	20220117
	Fineline V30R 工程EQ要求.docx武晓飞2022-01-12V30R民品顾客质量要求评审表

	四.钻孔，外形
	10 .V-Cut要求
	20210715
	2021.7.12武经理邮件答复: 答复: Beanstandung RF2021033 (Art.-Nr. 41-09869-1132  //  Geometrie Ritzlinien)
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	5.
	20210412
	20210319工艺与客户确认的结果

	一．顾客说明
	8.EQ文件要求
	20200826
	V005、V212、V205、V155、V2G2、V2G7、V2UG、V2ZC、V30R、V31H、V32T、V32L、V326、V2UK、V2UL、V2G7、V32V、V32W、V3FZ、V172、V33V、V3ITFineline 关于工程的要求武晓飞2020-08-20顾客质量要求评审表


共用部分
1． 顾客说明：

1. 表面工艺：ENIPIG代表化学镍钯金，Immersion GOLD代表沉金，HASL {Pb]代表有铅喷锡。

2. 如无特殊要求验收标准为IPC-6012 Ⅲ级。

3. 如无特殊要求板厚公差+/-10%，如果板厚小于1mm按照+/-0.1mm。

4. mech文件只核对外形和非金属化孔尺寸、数量以及非金属化孔距外形的标注，其余的信息都忽略。

5. 光绘确认提供生产Panel的文件，同时提供PDF格式。

6. ERP型号录入中的技术联系人Email备注：document@afg.com.hk，用于提供光绘和贴片文件。

7. 所有有激光孔设计的板，都采用电镀填孔，电镀填孔的饱满度需大于80%。

8.EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号
2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式
2． 叠层设计

1. 如无特殊要求层间介质成品厚度最小90um。

2. 激光盲埋孔层间介质厚度最小55um(请注意此条需与客户确认)。

3. 后续V30R的激光盲孔订单，激光盲孔层的介质一律只允许使用1080(如不满足叠层规范需提出评审)，不可使用1080H、2*106、106H、106+106H等叠层，更不允许使用其他结构。

三．标记、序列号

1. 在工艺边上加快捷整套标记和电测章（不得加在板内或连接器位置，与客户PN号靠近），周期标记尽可能做大一些。如无工艺边则与顾客提出确认。

2. 请在交货单元内（工艺边上）和测试条上加客户PN即客户型号。如板内已设计好，注意核实是否一致。（客户型号一般格式： AVXXXXXX_X（XXXXXX），加在板上的部分为：AVXXXXXX_X，即括号外面的部分；如2V30R00MA0，客户PN是AV112456_0（PC11000A），在板上和测试条上只需要加AV112456_0即可）

3. 在XY测试条（即coupon_pcb，如为盲孔板命名为：coupon_lazer）NO：后加：888，由生产最终封成001的批次号，每批订单都加001，并且在所有的测试条上加周期标记，所有周期标记尽可能做大一些。

4. 在第一个生产Panel里面每一个set加唯一的序列号（序列号加在set工艺边，不能加在单元板内）每个set加A001，A002....拼多少个就往后顺延，并且第一个生产Panel里面所有的测试条都加上字母A，第二个生产Panel加B001，B002......拼多少个就往后顺延，并且第二个生产Panel里面所有的测试条都加上字母B，有多少个生产Panel就按此种方式添加，如“序列号描述.JPG”图所示。图“测试条加法1.JPG”中的XY测试条对应文件里面的coupon_pcb（共加8个,注意在同个panel里面此测试条需加两个相同的字母，见“测试条加法2.JPG”），中间红色圈起来的对应文件里面的coupon_sm（共加4个），为可焊性测试条


[image: image1.emf]D:\wx\ 序列号描述.JPG



 EMBED Package  [image: image2.emf]D:\wx\ 测试条加法1.JPG



 EMBED Package  [image: image3.emf]D:\wx\ 测试条加法2.JPG


注：CAM在序列号流程（如果有），如果没有序列号流程就在字符流程备注：所有订单，有多个批次，但是相同周期的，生产 pnl 号不能重复,需要按顺序打印 pnl 号。 

例如：同一个周期有2个批次
第一批板4个pnl，主代码印的pnl号分别是A,B,C,D，那么第2批的pnl号应该是E开始，而不能从A开始
终端0001印的pnl号第一批4片是001,002，003,004，那么第2批的pnl号应该从005开始。

5.序列号：序列号允许断号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步
四．钻孔、外形

1. 如无特殊要求金属化孔公差+/-0.075mm，非金属化孔公差+0.1/-0mm。

2. 通孔，盲埋孔孔铜需满足IPC Ⅲ级标准。

3. 激光盲孔按照0.13mm设计；

4. 盲孔厚径比=盲孔层介质厚度/盲孔孔径，须小于等于1：1，大于1:1的需评审；

5. 如无特殊要求，外形公差+/-0.1mm。

6. 桥连宽度0.8mm ，且不允许采用邮票孔工艺。

7. coupon_sm测试条注意中间有桥连位，并且外形上下没闭合好的请连起来。coupon_pcb测试条0.5mm宽的桥连位加大至0.8mm制作。

8. 工艺边若无定位孔按客户设计，无需反馈。如无反光点需提出与客户确认。

9. 客户提供两种测试条：XY测试条（文件内的coupon_pcb）和coupon_sm测试条，需将测试条尺寸备注在铣板和功能检查给生产测量。

10. 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°

五．线路

1. 内层孤立焊盘不允许删除。

2. 测试条中的过孔如果要做树脂塞孔，则这些过孔也需做镀孔菲林。

六．阻焊

1. 如无特殊要求：BGA区域过孔阻焊塞孔并阻焊覆盖（两面），非BGA区域过孔(通孔)阻焊开窗（孔径+6mil）。

2. 如文件中有盘中孔需树脂塞孔并电镀，盲孔盘中孔也需树脂塞孔并电镀。对应测试条上的盲孔也需和单元板保证一致用树脂塞。

3. coupon_sm测试条内层有些层是没有铜点的是正常设计，直接按设计制作。

4. 所有新单，默认用：绿色亚光油墨，型号为：太阳 PSR-2000 MT 。 如果与制板说明有矛盾 ， 请EQ 确认。
七．测试条

1. coupon_pcb测试条上的走线和钻孔需正常补偿，如果是阻抗线则也需按照单元板的做调整，在客户提供的测试条基础上，要将孔径，焊盘大小，激光孔和线宽大小，按照板内最小值调整，即测试条上需体现板内最小的孔径、焊盘、激光孔和线宽大小，测试条上的走线需保证精度为 +/-10%。(目前此项超能力，请根据公司能力提出确认)
2. coupon_pcb测试条上内层选择性铺铜（如果单元板的内层有铺铜，则对应的测试条的内层也做铺铜），所铺铜皮距离图形20mil以上。

3.测试条设计确认

如果客户设计的测试条，线路孤立，残铜率很低（低于我司常规），会影响生产合格率。如果测试条区域残铜率低于板内残铜率，可以默认在测试条区域铺铜，和板内残铜率相近立铺铜，和板内残铜率相近。

4. 客户测试条在PNL位置有设计要求，按要求处理后，为了提高测试条合格率，需要在板中央也增加同样的一套。注意：拼板空间不足时预审可以减少1块交货单元来实现。如下图举例：测试条在PNL的位置说明.jpg


[image: image4.emf]测试条在PNL的位 置说明.jpg


5. 测试条（包含板内测试条的npth孔）需要设计在铣板前钻孔【二钻】钻出，避免蚀刻过程中，因NPTH孔药水交换快，影响测试条线宽公差的控制。（注意：客户有明确要求不接受钻孔后晕圈或孔位精度公差≤+/-2mil的不允许放二钻做！）

八．其他

1. 此顾客需额外提供一份pnl的序列号图纸(将PNL中的序列号层,对应字符层,外形层都打为实体,合并到一层后手动输出gerber文件，并调入CAM350打印成pdf格式放入生产图纸里面)。

2. 更改了顾客的叠层设计：如厚度、板材、化片类型更改，结构更改（如客户要求采用芯板，我们采用了化片），需将更改的部分单独提出来与顾客确认。

3. Coupon_pcb测试条加在工艺边上的订单，测试条不计入拼板数量。（即客户设计为1拼板桥连邮票孔且工艺边上加了Coupon_pcb测试条的，外形要求仍为1拼板桥连邮票孔）。

4. 按以上指示要求优先制作，其他制作参照V005的要求处理。

5. CAM需在终检备注测试条图纸，测试条图纸内容包含测试条上的内层最小线宽、外层最小线宽及公差和最小间距及公差（请注意线宽间距均为成品）以及孔径信息（孔属性、钻刀孔径、成品孔径、孔数以及公差）。测试条图纸命名为生产型号测试条图纸.jpg。

6.报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG

7.EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）
                             
[image: image5.emf]eq.docx


九 .ERP

1. 电测要求：测试电压范围：250V；开路电阻最小10欧姆；最小绝缘电阻50兆欧姆。

2. 激光盲孔如果是采用树脂塞孔，则需在树脂塞孔备注：树脂塞孔饱满度需达到80%。

10. 工程问题处理办法

针对<3平米以内的刚性板样板工程处理办法参考附件：工程问题处理办法-1
[image: image6.emf]工程问题处理办法- 1.xlsx


V30R终端客户（Ministry of Defense）终端顾客代码为:V30R_0001,终端要求高于V30R要求,来自SOW01000584
      1.材料：

            1)使用FR4材料时，Tg≥170
            2)刚揉板和揉性板的材料不允许使用有粘合剂的材料

      2.叠层：

            层间半固化片张数需要大于等于2张（满足激光钻孔除外）

      3.阻焊油墨

            客户制板说明无要求时阻焊油墨用绿色哑光

      4.标记

            客户制板说明无要求时工艺边上加快捷标记，周期标记WW-YY,客户PN,序列号，PNL中加位置号如下：

生产panel，要印序列号，从001开始，依次计数。 交货单元也要相应印序列号，例如001_01，001_02，第2块生产板，印002_01, 002_02等。如果是拼板交货的，则还要在各单元板上印序列号，如001_01_01,001_01_02等 。如下图所示。如果是批量板，生产panel超过999块的，则panel编号可以相应改为4位数，即0001。
客户接受序列号断号。                                                                                                              XXX_YY_ZZ  XXX 是生产panel编号, YY 和 ZZ  是位置号，如001_01_01

编号顺序：从左至右，再从上往下。
为内部规范，建议序列号大小：字宽40MIL，字高50mil，线宽8mil，当存在空间问题时，可进行适当调整。
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对于不同情况下，如何编号，如下：
a. 如果板子太大，一个生产panel只有一块板，则正常编码，例如：001_01
                    [image: image8.png]PCB FAB panel 001~





b. 如有不同板在板内，正常编码， 如下
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         5.金手指

           金手指镍厚NI:3-5μm,AU：≥1.2μm

         6.公差

            外形公差：+/-0.1MM，板厚公差：板厚≤1.0MM+/-0.1MM，板厚≥1.0MM+/-10%

         7其他要求

     1） 不能删除非功能性焊盘

     2） 树脂塞孔：盖覆铜≥12UM,凹陷≤25UM,包覆铜≥5μm（树脂塞孔表面有盖铜设计的都有包覆铜要求）

     3） 环宽：内层最小1MIL,外层最小2MIL

     4)  V-CUT角度30或45度，V-cut余厚0.5mm+/-0.1mm

     5)  叉板要求：（多个品种混合拼板不允许叉板出货）
	拼板数
	允许叉板数

	2-3
	0

	4-8
	1

	9-15
	2

	16-30
	3

	≥31
	10%


               6)如果客户在文件中设计有测试条，需要放在生产板的最远的对角线两端（在板子有效区域内）,在2个对角线各设计2个测试条。
                7)测试条要标签的要求,可以取消此要求。 更改为：在测试条的字符层，加FP字母非logo 、顾客PN、周期（WWYY）、生产panel的序列号信息。外形备注：测试条需要全部交货给客户

8.终检外观检查工序备注：不用在测试条上打切片，按照常规方式制作切片，一个周期提供一个切片。每个PNL交2个测试条给客户（例如，一个订单有10PNL则需交20个测试条）。

9.客户要求无镍金的表面处理时，可做沉金和电镀金，镀金时金厚最大0.45μm

10.客户无要求时，在工艺边上铺铜皮或阻流铜时无需与客户确认。

预审部分
1. 无论客户是否有要求，都不要需在EDS勾选金相切片报告
2.通用EQ确认规则

[image: image10.emf]V005,V30R通用E Q处理方式.xlsx


CAM部分
1.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。
2. 贴片文件制作及要求：

1）客户原始文件中没有提供贴片层时，不用CAM再制作贴片文件，也就不需要再给顾客发送贴片文件了(程序已经自动实现)

2）光绘以及贴片文件命名

例如客户项目名为FL003455_0，则文件命名如下

光绘文件命名： FL003455_0 WF.ZIP

贴片文件命名： FL003455_0 PF.ZIP

邮件主题: WF and PF FL003455_0 PO00122222+ FP内部需要的信息 (PO+PN+FP需要的信息，如公司内部型号等)
3）如果客户已经提供了单板的贴片文件
①如果PCB是单板出货，请在提供的贴片文件中只添加外形线，不做其他更改;如果PCB中没有光学点，需要与客户EQ确认

②如果PCB是拼板出货，贴片文件中需要做好拼板，并且在折断边上添加光学点和外形线，单板内不允许做任何更改。
4）如果文件为双面都有SMD焊盘，则需包含以下信息

1 贴片文件上的拼板方式和实际生产拼板方式要一致
2 贴片文件中的折断边上的光学点与实际生产拼板的光学点位置一致
3 贴片文件应该包含光学点和外形线
4 拼板的外形线为细线
5 贴片文件格式必须为RS 274-X

6 贴片文件示例如下图

[image: image11.png]Paste file example as following picture:
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FPC：
1. 挠性板和刚挠板涨缩要求如下（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2.
工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。
   3.如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。
_1234567891/�������ӷ�1.JPG
vt okl solderabilty test soupon





分两种情况 ，

第一种：客户提供了pdf文档的 spec report，spec中有链接的.  类似于以下这种文件 。 

[image: ]

1. 发EQ时， 打开pdf文件 spec report，点击  “send email”  这个链接， 如下显示， 

[image: ]

2. 点这个链接后， 会出来一个邮件 ： 收件人邮箱是：eq-fineline@fineline-global.com

并有固定邮件主题。

请注意在邮件的主题那里， 如下红色框显示的， 这里的内容不要做任何删除，变更或调整。什么都不要动。 （注：这里的信息非常关键，客户系统中是通过这些信息链接到相关工程师的，更改后工程师会收不到EQ）。 如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息后面增加。（但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]

如果无法链接时，请注意操作：

1． 直接发送给此邮箱：eq-fineline@fineline-global.com



将以下黄色框位置里的内容，（注：不同订单，这里内容不一样）。例如以下显示是：[ref:5000Y00000QJO68]， 将此内容直接复制粘贴在邮件主题那里， 不要做任何删除，变更或调整。如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息 后面增加。 （但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]









注意： 后面的所有相关的沟通或确认邮件 都在这个邮件上发送，回复。请不要重复点击spec  report上链接

否则客户端会有问题 。





第二种情况： 客户没有提供spec report或给的说明文件中spec， 没有链接的， 要求：

1. [bookmark: _GoBack]直接发邮件到这个邮箱：eq-fineline@fineline-global.com 。并抄送给 readme中的工程师联系人(这些联系人助理会在转单时在系统中备注)。

2. 这种情况下， 主题格式，内容和以前做法一样 。（即不同代码以前是什么要求，就按什么要求发）
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		Gerneral EQ and Reply for FineLine-Israel (AVIV)







		序号
item		问题描述
Query																		建议
Suggestion																备注
Remark						客户回复
Custoemr's reply										Original PN								最终客户要求

		1		Pls see file5, the solder mask thickness in the stackup is nominal value rather than the minimum value,and the thickness of soldermask is thick for us to control.
如文件5，叠层中的阻焊厚度是标称值而不是最小值，且这个要求值过薄，难以控制																		We suggest that relax it to 5-40um, for final copper thickness 35um.Pls confirm it.
完成铜厚35μm时，我司建议阻焊厚度放宽到5-40μm																Q1						Unless otherwise specified in the manufacturing notes or SOW provided, the solder mask thickness can be relaxed on conditioon of keeping 12.5 um of solder mask thickness on surfaces.(M.V.)
除非在制造说明或提供的SOW中另有规定，在保持表面阻焊厚度12.5 μ m的条件下，可以放宽阻焊厚度										AV547790_0								除非在制造说明或提供的SOW中另有规定，在保持铜面阻焊厚度12.5 μ m的条件下，完成铜厚35μm时，阻焊厚度放宽到5-40μm

		2		Pls see file8,on panel drawing,the scoring line don't through breakaway rail,we will make scoring through breakaway rail.
如文件8，V-cut并没有贯穿整条工艺边，我们将V-cut贯穿整条工艺边																		Pls confirm it.
请确认																						Unless otherwise specified in the manufacturing notes the suggestion may be agreed.(M.V)
无其他要求时，接受我司建议										 AV473663_0								如文件8，V-cut并没有横穿整条工艺边时，无特殊要求时，将V-cut直接改为横穿整条工艺边

		3		Pls see file8, There are some legends on opening pads, that will affect solder ability if follow gerber file to do.
如文件8，在焊盘上有字符，这种设计可能影响焊接																		A. Move the legends to free area, and clip them per solder mask pads if there is no area to move them, we hope you can accept the legends not complete even illegibility.
移动字符到空白区域，如果没有空间移动，则削去焊盘上的字符，允许字符不完整和模糊不清
																						Can be agreed. (M.V)
同意										AV652145_1
AV636398_0								如文件8，在焊盘上有字符时，移动字符到空白区域，如果没有空间移动，则削去焊盘上的字符，允许字符不完整和模糊不清

		4		In order to prevent missing characters and V-cut, we suggest adding character test COUPON and V-cut COUPON at the breakaway.
为了避免漏字符和V-cut，我司建议在工艺边上添加字符测试条和V-cut测试条																		Please confirm.，
请确认																						Unless otherwise specified in the manufacturing notes the suggestion may be agreed.(M.V) （fid.mark cann't be effected by it )
如果没有其他要求，则接受建议										 AV161553_3								如果没有特别要求，则允许在工艺边添加字符测试条和V-cut测试条

		5		Part of the fiducial mark designed in Gerber are independent and easy to fall off during production.
部分光学点设计是孤立的容易脱落																		We suggest adding a protective ring for the optical points as shown in the attached drawing.
建议添加保护环																						Can be agreed. (M.V)
同意										AV647490_0								没有添加保护环的MARK点，允许直接添加保护环，无需确认

		6		There is no suitable hole for tooling holes.
没有合适的工具孔																		Allow us to add  tooling holes on the breakaway tabs., with sizes and positions that we can customize;
允许我司按照我司规则在工艺边上添加工具孔
																						Unless otherwise specified in the manufacturing notes the suggestion may be agreed.(M.V)
如果没有其他的特别要求，则接受										AV627080_0								工艺边上没有添加工具孔的，允许直接添加工具孔，无需确认

		7		It requires the inner layers copper thickness 35/70/105um,but  the tolerance isn't specified.  there is no copper plating process for inner layer, and copper will be decreased during process.
要求内层铜厚35/70/105μm，没有提供公差，内层不做镀铜且在加工过程中铜厚会减少																		For the inner layer copper thickness, we use 1oz (35um)&2oz (70um)&3oz (105um) base copper, and the corresponding finished product meets IPC standards.
内层用35/70/105μm的基铜，并且按照IPC标准控制最终完成铜厚																						Can be agreed. (M.V)
同意										 AV161553_3								要求内层铜厚35/70/105μm，没有提供公差的，内层用35/70/105μm的基铜，并且按照IPC标准控制最终完成铜厚

		Prepared by: Gordon Lee     Approved by: Michael. V
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| Lagyer | Name Material Thickness | Canstant | Board Layer Stack
Tap Overlay, Top Silk 2 2
Taop Solder, Top Mask | Salder Resist | 0.40ml 3.5 z
1 Top Layer, Top Caopper 2.80m1l /
Oielectric 1 FR-4 16.00ml 4.8
2 Mid-Layer 1, gnd Copper 1. 40m1l 7 7
Dielectric2 4. A,
3 Lager 1 Copper / /
Dielectric 2 FR-4 4.8 g /
4 Bottom Layer Capper 7 7
Battom Solder Solder Resist 3.5 Z
Battom Overlay
Total board thickness: 61.20m1
Table 37 Internal Layer Foil Thickness after Processing
Absolute Cu Min. (IPC-4562 | Maximum Variable Processing Winimum Final Flnlsl{
Weight ) less 10% reduction) (um) [uin] | Allowance Reduction” (um) in] after Processing (um) [uin]
1/8 oz. [5.10] 460 [181] 150 [59] 310122
1/4 oz, (8.50) 7.70 (303) 150 [59] 6.2 [244)
3/8 oz [12.00] 10.80 [425] 150 [59] 9.3 [366]
172 0z [17.10] 15.40 [608] 4.00 157] 1.4 [449)
1 0z [34.30] 30.80 [1,217) 6.00 [236] 24.9 (980
2 02. (68.60] 61.70 (2,429 6.00 [236] 557 [2,193]
30z, [102.90) 92,60 [3,646] 6.00 [236] 866 [3.409]
40z (137.20) 12350 [4,862) 6.00 [236] 1175 4.626]
Above 4 oz. 1PC-4562 value 6.00 [236] 6 um [236 pin] below minimum thickness of calcu-
1137.20] less 10% reduction lated 10% reducton offoil thickness in IPC-4562

" ProTEES AMoWaGe reduction does not allow for rework processes for weights below 112 oz. For 1/2 0z. and above, the process alowance feduction allows fot
one rework rocess.
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Sheet1

		序号		项目		客户要求

		1		板材		制板说明有具体要求时，则按要求，没有详细要求时则按快捷默认常用板材，生益、南亚、联茂、台耀等。
常用：生益、南亚、联茂、台耀


		2		孔		有提供孔表时，按照孔表定义的钻孔属性制作。无孔表时，有焊环的孔默认按PTH属性设计，无焊盘或无焊环（即盘孔等大或盘比孔小）且无电气性能连接的孔都按NPTH孔设计，邮票孔按NPTH属性设计，附边定位孔按NPTH属性设计。

		4		焊盘		允许工程按默认的工艺要求调整隔离盘的尺寸和花焊盘的尺寸，以达到加工能力要求。调整会确保导通性能，且不考虑调整是否会影响隔层的信号线。

		5				焊盘间距不足时，只允许SMD焊盘削盘最大1mil（单边0.5mil）制作，超出1mil需EQ，其他焊盘削盘需EQ确认；线路间距或孔到导体间距不足时，移动走线需EQ确认

		6				SMD盘宽方向不足7mil时，默认加大到7mil

		7				内层孤立焊盘（无功能焊盘）按文件制作，不删除。 

		8		铜皮/阻流铜		网络间隙小于等于3mil时，默认填实做成铜皮

		9				保证孔到铜皮，焊盘到铜皮的加工能力，铜皮在确保无开短路情况下允许被削。

		10				客户要求不允许加平衡铜，没有说明清楚是指单元板内还是工艺边也不能加时，默认允许SET工艺边上加平衡铜，板内不允许加。


		11		阻焊/字符		阻焊颜色无要求默认做绿油，型号按我司常规型号。


		12				针对阻焊颜色，经常会有多个说明文件，有要求绿色，有要求哑绿色，此类情况直接按哑绿色做，不用确认

		13				字符无要求时默认做白油，型号按我司常规型号。

		14				序列号周期高度要求按客户要求的+/-15%控制。

		15				字符线宽大于4mil,字符高度大于25mil， 字符到盘距离6mil.
默认允许调整满足字宽字高能力，极性标识字符保留，其它字符与字符框默认可被焊盘掏掉，默认接受因焊盘掏掉的残缺，当无法按能力调整时，默认接受设计字高不足导致的字符模糊。上表面处理的字符默认被削掉。板外字符默认删除处理。

		16				外层铜厚大于1OZ设计，字符一半基材一半铜时默认接受字符残缺

		17		阻抗		阻抗公差：默认按阻抗值小于50按+/-5ohm,大于等于50按±10%

		18				客户无要求时，默认不提供阻抗条。

		19		版本升级处理		当订单有前版本或旧文件，此次只是升级或改版，EQ问题直接参加前版本制作，不做确认。
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